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本プロジェクトは、2014 年度において「情報通信技術(ICT)を使った省エネルギー法の

調査研究」として発足し、2015 年度においては「計算機センター・グリーン ICT プロジェ

クト」として研究を進めた。さらに 2016 年度は「グリーン ICT プロジェクトの新展開」

として、省エネルギーと環境保護活動の一環として、計算機センター・サーバー室の多点

温度計測の精密化や教室の気温だけでなく二酸化炭素の「見せる化」、更に省エネと環境

対策活動を大学教育に反映させるに取り組んだ。 

この模範となるプロジェクトは、東京大学グリーン ICT プロジェクト(GUTP)[1]であ

る。2008 年 6月より産学連携の形で、特に省エネルギーに対する取組み活動が行われてい

る。「させられる環境対策からやりたくなる環境対策へ」を標榜し、「情報」を用いた「知

／智的」環境対策環境構築を理念とし、グローバル・スケールのオープンなエコシステム

の構築を目指している。 

本調査研究は、次の 2本柱からなる： 

第一に、GUTP と同様の活動を学習院内、特に計算機センターの規模に合った大きさで進

めた。計算機センター・サーバー室の温度制御の効率化は非常に重要な課題であり、その

進展のために継続的基礎データの取集とより測定点の多い「見せる化」計測システムの構

築を行い、データの収集が行えるようになった。更に PC 教室における CO2濃度の「見せる

化」を南 3-101 と 102 教室でおこない、継続データの収集ができるようになった。 

第二に、ICT 化の進展は様々な社会構造に変革をもたらしている（総務省平成 27 年度版

情報通信白書）[2]という観点から、省エネと環境対策活動を大学教育に反映させる目的

で、学生体験学習型の講習会（講師：田内）:「IoT にふれよう」9月 13-14 日を開催した

（図１）。そこでは温度センサーなどと Arduino デバイスを組み合わせた制御システムの

作成を作成した。具体的には、SEEED WIO Node という小型 Wi-Fi 開発ボード[3]を

IFTTT[4]と連携させ、測定点の温度が 30℃超えると LED が点灯、30℃より下がると消灯す

るスマートフォンで動くアプリケーションを作成した。更に Fusion360[5]という CAD ソフ

トによる電子工作部品の容器を設計し、3Dプリンターによる作成を行った。この体験学習

型の講習会は予想以上に反響をよんだ。参加者の１人は後日、図 2で示されるように、配

布された SEEED WIO Node とリレーユニットで、猫のおもちゃの電源を制御する作品を完

成させた。以下、講習会の説明スライド２９枚を掲載する。 

 

    
 

  図１ 講習会「IoTにふれよう」    図２ おもちゃを制御する作品 
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